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Abstract  
통신, 국방, 항공우주, 자동차 공학, AI 시스템 등 첨단 산업의 급속한 발전은 차세대 반도체 

기술에 대한 수요를 급격히 증가시키고 있습니다. 이러한 흐름 속에서, 다양한 기능을 단일 

시스템에 통합할 수 있는 heterogeneous integration 및 그 packaging 기술이 주목받고 있습니다. 특히, 

III-V, III-N, complex oxide, 2D 소재 등 기능성 단결정 막을 활용한 monolithic 3D integration (M3D)은 

실리콘 기반 CMOS 회로의 전면 및 후면에 통합될 수 있는 높은 잠재력을 지니고 있습니다. 이와 

같은 기술은 센서, 전력 반도체, 고대역폭 메모리(HBM) 등을 CMOS 연산 유닛과 함께 3D 

packaging으로 integration함으로써, 특히 on-device AI 및 edge intelligence 응용에서 큰 가능성을 

보이고 있습니다. 최근 M3D 구현을 위한 핵심 기술로 “Remote Epitaxy” 기술이 각광받고 있습니다. 

이 기술은 특정 2D 소재의 표면 에너지 특성을 활용하여 고품질 화합물 반도체 박막을 성장시키는 

방식으로, freestanding membrane의 제작 및 다양한 기판 위로 전사가 가능합니다. 이를 통해 유연한 

소자 설계, 이종 소자 간 통합, 기판 재사용 등의 새로운 집적 전략이 실현될 수 있습니다. 
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